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Information

◆◇◆◇◆　東京商工会議所からお知らせ　◆◇◆◇◆

　東京商工会議所が、厳しい経営環境の中で勇気ある挑戦をしている中小企業を顕彰する制度で
す。独創的な技術や経営手法でイノベーションを図る企業の積極的なご応募をお待ち致しており
ます。

■応募要領 http://www.tokyo-cci.or.jp をご覧いただくか下記にお問い合わせ下さい。
■受賞特典 賞金等贈呈の他、マスコミ等を通じて世間一般に広く周知いたします。
 （大賞：賞金 200 万円、優秀賞：賞金 50 万円、特別賞：賞金 10 万円）
■応募締切 平成 21 年 3 月 23 日（月）
■お問合せ 東京商工会議所　中小企業部　　TEL：03-3283-7644
 （〒 100-0005　東京都千代田区丸の内 3-2-2）

「ものづくりセミナー in 府中」開催のご案内
　都産技研では、第１９回府中市工業技術展（ふちゅうテクノフェア）
において、ものづくり技術をご紹介するセミナーを開催します。

■日時 平成21年2月6日（金）　10時30分 ～ 12時
■会場 ルミエール府中（府中市市民会館）１階　第１，２会議室　（府中市府中町2-24）
■セミナープログラム
 1. 「視覚障害者用生活支援機器の開発」－発想の転換で新分野へ参入－
   島田茂伸（デザイングループ）
 2. 「製品開発における問題解決のための電磁波対策技術と最新電波暗室」
   西野義典（エレクトロニクスグループ）
 3. 「照明用LEDの光学特性の測定と評価」 岩永敏秀（光音グループ）
 4. 「計測のトレーサビリティとJCSS(計量法校正事業者登録制度)」
   佐々木正史（製品化支援室）

「ものづくりセミナー in 大田」開催のご案内
　都産技研では、第１３回おおた工業フェアにおいて、
ものづくり技術をご紹介するセミナーを開催します。

■日時 平成21年2月19日（木）　14時 ～ 15時30分
■会場 大田区産業プラザ（ＰiＯ）２階　東京都研修室　（大田区南蒲田1-20-20）
■セミナープログラム
 1. 「既存市場に挑むMEMS製品」 楊　振　（エレクトロニクスグループ）
 2. 「組込みシステムのセキュリティ向上技術の開発」
   入月康晴（情報技術グループ）
 3. 「ＤＬＣ（ダイヤモンド・ライク・カーボン）膜の作り方と使い方」
   森河和雄（先端加工グループ）
 4. 「クエン酸ニッケルめっきの工業化」 水元和成（資源環境グループ）

入場無料

入場無料


